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二、内容简介
　　2009年受全球金融危机的拖累，全球集成电路市场下滑11.4%，下滑幅度比2008年增加了7.2个百分点，全球金融危机重灾区的欧美发达国家恰恰是中国电子整机产品的主要消费者，金融危机在这些国家引发的消费低迷，直接影响了中国电子整机产品的产量，从而也影响了中国市场对集成电路产品的需求。金融危机对集成电路市场的影响，主要表现在电子整机制造业相对发达的地区。而作为全球最大的电子制造业基地，中国集成电路市场受金融危机的影响比全球市场更加严重。因此与2008年相比，2009年中国集成电路市场增速下滑的幅度要大于全球市场，增速约为-8.2%，是中国统计集成电路市场数据以来的首次下滑。
　　从应用领域来看，计算机领域依然是2009年中国最大的集成电路应用市场，市场份额高达45.9%，市场份额比2008年提高了3.8个百分点。通信领域也在中国3G建设的带动下表现相对较好，市场份额也较2008年有所提升。汽车电子领域虽然市场份额较小，但它是近几年来中国集成电路市场表现最好的领域之一，2009年汽车电子类集成电路市场实现逆势发展，市场增速在10%左右。消费类和工控类则成为受此次金融危机影响最大的两个领域，二者在2009年的衰退都在20%左右。
　　产品结构方面，存储器仍然是占据市场最大份额的产品，此外，CPU、ASSPs、逻辑器件和计算机外围器件也占据较大市场份额。市场竞争格局方面，2009年市场的竞争格局并未发生较大变化，具体来看，英特尔和三星仍然稳固地占据着中国集成电路市场前两名的位置；在2009年中国计算机产量增加的带动下AMD排名将会前移；MTK销售额继续实现大幅增长，排名继续上升；英飞凌剥离有线通信业务以及飞思卡尔退出手机芯片市场将会对它们在中国集成电路市场的排名造成一定的影响。
　　从行业发展趋势来看，IC设计业仍将是国内集成电路产业中最具发展活力的领域。在创业板推出的鼓舞下，一批国内IC设计企业正在积极筹划上市融资。从而极大推动国内IC设计行业的发展。在芯片制造与封装测试领域，在出口恢复的拉动下，产业无疑也将呈现显著增长的趋势。因此2010年国内芯片制造与封装测试业的发展将呈现恢复性增长的特征，产业真正实现进一步发展预计还要待到2011年。整体来看，从2010年开始，中国集成电路市场将会步入一轮新的成长期，但市场的发展速度将不会再现前几年的高速增长态势，平稳增长将成为未来中国集成电路市场发展的主要趋势。目前来看，中国集成电路市场已经渡过高速发展期，未来的发展速度将接近全球市场。
　　展望2010及未来几年，随着世界经济的逐步复苏，国内外集成电路市场将显著回升。在市场需求的拉动下，预计国内集成电路产业也将呈现快速回升增长的势头。从世界市场来看，根据预测，2010年全球半导体市场将出现12.2%的大幅增长，其规模将基本恢复到2008年的水平其中亚太地区仍将是全球几大主要市场中增长最快的区域，其2010年的市场增速预计将达到13.3%。从国内市场需求看，与全球市场类似，预计2010年我国IC市场需求也将实现大幅增长。在3G手机、平板电视、便携式数码产品、汽车电子等行业电子市场持续增长的带动下，预计2010年市场将实现超过10%的增幅，而且未来3年中国集成电路市场发展速度将保持在10%以上。预计2013年中国的集成电路市场规模有望达到1001亿美元，约占全球芯片市场的35%。
　　本研究咨询报告主要依据了国家统计局、国家海关总署、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家信息产业部、信息、元器件协会、半导体协会、国内外相关刊物杂志的基础信息以及集成电路科研单位提供的大量资料，对我国集成电路行业发展现状与市场前景、市场发展形势与领先企业的发展、投资策略与风险预警等进行深入研究，并重点分析了集成电路以及相关行业产品和技术的发展情况，现阶段中国集成电路行业面临的问题，以及一些前沿的策略。报告为集成电路企业在市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

第一部分 行业发展分析
第一章 集成电路的相关概述
　　第一节 集成电路的相关介绍
　　　　一、集成电路定义
　　　　二、集成电路的分类
　　第二节 模拟集成电路
　　　　一、模拟集成电路的概念
　　　　二、模拟集成电路的特性
　　　　三、模拟集成电路的设计特点
　　　　四、模拟集成电路的分类
　　第三节 数字集成电路
　　　　一、数字集成电路概念
　　　　二、数字集成电路的分类
　　　　三、数字集成电路的应用要点

第二章 世界集成电路的发展
　　第一节 国际集成电路的发展综述
　　　　一、世界集成电路产业发展历程
　　　　二、全球集成电路发展状况
　　　　三、世界集成电路产业发展的特点
　　　　四、国际集成电路技术发展状况
　　　　五、国际集成电路设计发展趋势
　　第二节 美国集成电路的发展
　　　　一、2009年美国SMARTRAC量产RFID集成电路芯料
　　　　二、美国IC设计面临挑战
　　　　三、美国集成电路政策法规分析
　　第三节 日本集成电路的发展
　　　　一、日本创大规模集成电路间数据传输最高速纪录
　　　　二、2009年日本IC制造商整合生产线
　　　　三、日本IC 标签发展概况
　　第四节 印度集成电路发展
　　　　一、印度发展IC产业的六大举措
　　　　二、印度IC设计业发展概况
　　　　三、印度IC设计产业的机会
　　第五节 中国台湾集成电路的发展
　　　　一、中国台湾IC产业总体发展状况
　　　　二、中国台湾IC产业定位的三个转变
　　　　三、2010年中国台湾IC业展望

第三章 中国集成电路产业的发展
　　第一节 中国集成电路产业发展总体概括
　　　　一、中国集成电路产业发展回顾
　　　　二、中国集成电路产业模式转型
　　　　三、中国IC产业政策扶持加快整合
　　　　四、中国低碳经济成为集成电路产业新引擎
　　第二节 集成电路的产业链的发展
　　　　一、中国集成电路产业链发展概况
　　　　二、五方面入手促进产业调整振兴
　　　　三、中国IC产业链的联动是关键
　　　　四、中国集成电路产业“十一五”规划解读
　　第三节 中国集成电路封测业发展概况
　　　　一、中国IC封装业从低端向中高端走近
　　　　二、中国需加快高端封装技术的研发
　　　　三、新型封装测试技术浅析
　　　　四、IC封装企业的质量管理模式
　　第四节 中国集成电路存在的问题
　　　　一、中国集成电路产业发展的主要问题
　　　　二、三大因素制约中国集成电路发展
　　　　三、中国IC产业的三大矛盾
　　　　四、中国集成电路面临的机会与挑战
　　第五节 中国集成电路发展战略
　　　　一、中国集成电路产业发展策略
　　　　二、中国集成电路产业突围发展策略
　　　　三、中国集成电路发展对策建议
　　　　四、中国集成电路封测业发展对策

第四章 集成电路产业热点及影响分析
　　第一节 工业化与信息化的融合对IC产业的影响
　　　　一、两化融合有利于完整集成电路产业链的建设
　　　　二、两化融为IC产业发展创造新局面
　　　　三、两化融合为IC产业带来全新的应用市场
　　　　四、两化融合促进IC产业与终端制造共同发展
　　第二节 政府“首购”政策对集成电路产业的影响
　　　　一、“首购”政策是IC产业发展新动力
　　　　二、“首购”带动IC产业链前行
　　　　三、政府首购政策为国内集成电路企业带来新机遇
　　　　四、首购政策影响集成电路芯片应用速度
　　第三节 两岸合作促进集成电路产业发展
　　　　一、两岸合作为IC产业发展创造新机遇
　　　　二、两岸合作促集成电路产业链整合
　　　　三、两岸IC产业的竞争与合作
　　　　四、中国福建省集成电路产业与中国台湾合作状况
　　第四节 支撑产业的发展对集成电路影响重大
　　　　一、半导体支撑产业是集成电路产业发展的关键
　　　　二、中国半导体支撑业的发展机遇分析
　　　　三、中国集成电路支撑业发展受制约
　　　　四、形成完整半导体产业链的重要性分析
　　　　五、民族半导体产业需要走国际化道路
　　　　六、半导体支撑产业的“绿色”发展策略
　　第五节 IC产业知识产权的探讨
　　　　一、IC产业知识产权保护的开始与演变
　　　　二、知识产权对IC产业的重要作用
　　　　三、中国IC产业知识产权保护的现状
　　　　四、中国IC产业的知识产权策略选择与运作模式
　　　　五、中国集成电路知识产权保护分析
　　　　六、集成电路知识产权创造力打造的五大措施

第二部分 市场及细分分析
第五章 中国集成电路市场分析
　　第一节 中国集成电路市场发展概况
　　　　一、中国集成电路市场发展分析
　　　　二、中国成为世界第一大集成电路市场
　　　　三、中国大陆IC应用规模浅析
　　　　四、我国集成电路市场步入调整期
　　　　五、“家电下乡” 拉动中国IC市场
　　第二节 2006-2009年中国集成电路市场分析
　　　　一、2006年中国集成电路市场分析
　　　　二、2007年中国集成电路市场分析
　　　　三、2008年中国集成电路市场分析
　　　　四、2009年中国集成电路市场分析
　　第三节 中国集成电路市场竞争分析
　　　　一、中国IC企业面临产业全球化竞争
　　　　二、中国集成电路行业竞争状况分析
　　　　三、提高中国IC产业竞争力的几点措施
　　　　四、中国集成电路区域经济产业错位竞争策略分析

第六章 集成电路产品产量及进出口数据分析
　　第一节 2007-2009年全国及重点省份半导体集成电路产量分析
　　　　一、2007年全国及主要省份半导体集成电路产量分析
　　　　二、2008年全国及主要省份半导体集成电路产量分析
　　　　三、2009年全国及主要省份半导体集成电路产量分析
　　　　　　（一）累计生产情况
　　　　　　（二）月度生产情况
　　　　　　（三）分地区生产情况
　　第二节 2007-2008年全国及重点省份大规模半导体集成电路产量分析
　　　　一、2007年全国及主要省份大规模半导体集成电路产量分析
　　　　二、2008年全国及主要省份大规模半导体集成电路产量分析
　　第三节 2008-2009年中国集成电路进出口总体数据分析
　　　　一、出口情况
　　　　二、进口情况
　　　　三、贸易平衡

第七章 模拟集成电路的发展
　　第一节 模拟集成电路产业发展概况
　　　　一、中国大陆模拟IC应用特点
　　　　二、模拟IC市场呈现新应用领域
　　　　三、模拟IC成新能源产业前进引擎
　　　　四、高性能模拟IC发展概况
　　　　五、浅谈模拟集成电路的测试技术
　　第二节 模拟IC市场发展概况
　　　　一、模拟IC市场分析
　　　　二、中国模拟IC市场规模
　　　　三、模拟IC增长速度将放缓
　　　　四、新兴应用成为模拟IC市场主要推手
　　第三节 模拟IC的热门应用
　　　　一、数码照相机
　　　　二、音频处理
　　　　三、蜂窝手机
　　　　四、医学图像处理
　　　　五、数字电视

第八章 集成电路设计业
　　第一节 中国集成电路设计业发展概况
　　　　一、IC设计所具有的特点
　　　　二、中国IC设计业的发展模式及主要特点
　　　　三、中国IC设计业“7+1”产业群
　　　　四、中国IC设计产业链整合发展新路
　　　　五、中国IC设计业成为IC产业布局的重中之重
　　　　六、中国IC设计业发展新机遇
　　　　七、中国IC设计业整合势在必行
　　第二节 IC设计企业分析
　　　　一、中国IC设计公司发展现状及趋势
　　　　二、中国IC设计公司发展的三阶段
　　　　三、中国IC设计企业进军汽车电子
　　　　四、中国IC设计企业研发方向
　　　　五、中国IC设计企业发展战略分析
　　　　六、中国IC设计企业面临被收购风险
　　第三节 中国IC设计业的创新
　　　　一、创新模式加快发展IC设计业
　　　　二、集成电路设计业创新新思维
　　　　三、创新成为IC设计业的核心
　　　　四、持续创新能力决定IC设计企业未来
　　第四节 中国IC设计业面临的问题及机遇
　　　　一、中国集成电路设计业存在的问题
　　　　二、中国IC设计业尚需应对多重挑战
　　　　三、中国IC设计业与国际水平的差距
　　　　四、中国IC设计业重点企业实力待提升
　　　　五、阻碍中国IC设计业发展的三大矛盾
　　第五节 中国IC设计业发展战略
　　　　一、加速发展IC设计业五大对策
　　　　二、加快IC设计业发展策略
　　　　三、金融危机下中国IC设计业战略

第九章 中国集成电路重点区域发展分析
　　第一节 北京
　　　　一、北京集成电路总销售额分析
　　　　二、北京启动集成电路测试技术联合实验室
　　　　三、北京集成电路设计业的发展现状与优势
　　　　四、制约北京集成电路设计业因素
　　　　五、北京集成电路设计业发展策略
　　第二节 上海
　　　　一、上海集成电路发展现状
　　　　二、上海海关助推集成电路企业出口
　　　　三、2008-2009年上半年上海集成电路产业运行概况
　　　　四、2009年上海集成电路业走出最坏时期
　　　　五、上海张江高科技园区集成电路发展分析
　　第三节 深圳
　　　　一、深圳集成电路产业战略地位提升
　　　　三、深圳IC设计产值跃居全国首位
　　　　三、2009年深圳口岸集成电路出口
　　　　四、深圳IC产业需要错位竞争优势
　　　　五、深圳IC产业发展政策和规划
　　第四节 厦门
　　　　一、厦门集成电路产业发展概况
　　　　二、厦门利用地域优势发展IC设计业
　　　　三、厦门积极扶持IC产业
　　　　四、厦门有望成为新的IC产业集中区
　　第五节 江苏
　　　　一、苏州集成电路产业领跑国内同行
　　　　二、苏州集成电路产业链整体发展状况
　　　　三、苏州将建国内最先进的集成电路生产线
　　　　四、加快发展江苏IC产业的对策建议
　　第六节 成都
　　　　一、成都建设中西部IC产业基地
　　　　二、成都系统整机资源促进IC业发展
　　　　三、成都集成电路业集中力量发展芯片
　　　　四、成都集成电路产业优势促进发展

第十章 集成电路的相关元件产业发展
　　第一节 电容器
　　　　一、中国电容器产业发展现状
　　　　三、超级电容器市场前景广阔
　　　　三、中国电容器行业将迎来新一轮发展
　　　　四、2010年电力电容器产业机遇与挑战
　　第二节 电感器
　　　　一、电感器市场竞争改变行业格局
　　　　二、中国电感器市场需求日益上升
　　　　三、小型电感器市场潜力巨大
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